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　部品内蔵基板は，携帯電話（スマートフォン）の高周波
モジュール，カメラモジュールやメイン基板，またメモリ
モジュールでの採用が開始され，その応用展開への期待が
高まっており，部品内蔵基板技術の展望を受動部品メーカ
の立場から解説する。

1. 実装技術の変遷

　電子機器の進化に合わせて電子実装技術も進化を続けて
きた。1980年代より電子機器の小型化，電子部品の高密度
実装化は急速に進み，携帯音楽プレイヤ，カムコーダ，デ
ジタルカメラや携帯電話の小型軽量化・高機能化に貢献し
てきた。近年，急速に需要が増大しているスマートフォン
やタブレット PCなどの携帯情報機器は，生活に密着し稼
働率が高いのが特徴であるが，長時間稼働を目的に内蔵リ
チウムイオンバッテリを可能な限り大きくしたい要求があ
る。このためには，回路基板のさらなる薄型化・小型化が
必要である。
　現在，表面実装用チップ部品の外形サイズは 1005 mmが
主流となっているが，携帯機器を中心に 0603 mmサイズの
採用が急速に広がっており，さらに 0402 mmサイズの採用
も始まっている（図 1参照）。
　0402 mmより小型の表面実装用チップ部品として 03015 

mmや 0201 mmが提案されているが，小型化に伴い，実現
可能な特性範囲が限られるようになり，部品の電気的耐量
や性能も低下し，外形サイズの小型化もほぼ限界に到達し
ていることから，次世代実装技術の開発が必要となってい
る。

2. 部品内蔵プリント配線板の開発動向

　表面実装技術に代わる次世代実装技術として，プリント
配線板の内部に電子部品を埋め込み，三次元実装を実現す
る，部品内蔵基板技術が検討されている。
　部品内蔵の方法としては，図 2に示すように「既存部品
の内蔵」，「基板内蔵用部品の内蔵」，「基板内に膜素子形成」
の三つの方法がある。
　「既存部品の内蔵」は，一般に使用されている表面実装用
チップ部品をはんだ接続を用いて内蔵する方法で，安価で
入手性の良い部品および既存の実装機（マウンタ）などの
設備を使用できるメリットがある。部品内蔵基板上に表面
実装部品をリフローはんだ付けする二次実装時に，内部は
んだが再溶融しないように内蔵用はんだペーストを選定す
る難しさがあるものの，民生用携帯機器の量産対応技術と
して展開が始まっている。
　「基板内蔵用部品の内蔵」は，内蔵専用に開発された銅端
子電極を持ち，部品厚みを内蔵に適した薄さにした受動部
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図 1.　表面実装用固定抵抗器のサイズ 図 2.　部品内蔵基板技術の方式


